
概要  
 
  半導体パッケージの小型化、高速化、多機能化の要求は依然として根強く、最近
ではシリコン貫通電極の技術を適用しようという動きが活発化している。  
 
 シリコン貫通電極は半導体チップ自体を貫通する導電経路を形成し、末端電極同
士を接合することで、パッケージサイズの小型化が実現でき、さらには異種のチッ

プを三次元に実装することにより多機能化するというものである。  
 
我々は、シリコンを基材としたインターポーザー基板に着目し、貫通電極形成の開

発を開始した。  
今回は、シリコンインターポーザーに関する技術的な課題を中心に発表するもので

ある。  
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